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NCP1234

フライバック・コンバータ�
������	モード・
コントローラ

NCP1234は、ダイナミック・セルフサプライ (DSS) ��を
��した�しい�������モード・コントローラです。

このデバイスは、!"�#のNCP12xxファミリとピン&'の
()*を+っています。

DSS��により�,��が�れると、コントローラに-��
.��が/	されるため、
0/	とVCCキャパシタの6�

が�7に
89されました。

���フォールドバックにより、コントローラは;��<

=で�い>?*を�+しながら、@��Aは�7に;くBえ

られています。コンポーネントのコストがEきなF�となる

GH、-����ジッタリング、KL
M、N��ラッチP

Aなど、このコントローラはコンバータとして�7にQれた

��を+っています。


0R�の���をSTにUVするタイマベースのY�U

V��のZ、PA��とは[�して\EVAを�+できる�

]^�な
Mを��しています。

�_な��により、`�なパラメータの�bは�cdb�

e (−40°C〜+125°C)をf�にFgできます。


�

• KL
Mを��した�������モードhi
• オシレータ���は65 kHzまたは100 kHzを��^�

• ;��<=およびスタンバイ<=で\E*�をlmする��
�フォールドバックとスキップ・モード

• ラッチ (オプションA)hiまたは�.リカバリ (オプションB)
hiにおけるタイマベースの���p �� 

• ダイナミック・セルフサプライ (DSS)��を+つ����に

より、VCCキャパシタの6�を
89

• ���フォールドバック・モードqをrめ、EMIシグネチャを
!sする�����

• �]^�な��A
M
• "EなY�tにおけるラッチオフPAで、db#�p (OTP)
のため、NTCを$uu�することが^�

• ���UVにより、\E28 VのVCCで.i 

• ±500 mAピーク・ソース/シンク��のドライブc%

• 4.0 msソフトスタート

• -�xシャットダウン
• !"�#のNCP12xxシリーズとピン&'の()*

• これらのデバイスは、&フリー、ハロゲン・フリ
ー/BFRフリー、RoHS}�

�
�な����

• ノートブック、LCD、およびプリンタのAC−DCア
ダプタ

• オフライン・バッテリ・チャージャ
• ���#���
• 
0��/�����

SOIC−7
CASE 751U

MARKING DIAGRAM

34Xff
ALYWX

 �
1

8

34Xff = Specific Device Code
X = A or B
ff = 65 or 100

A = Assembly Location
L = Wafer Lot
Y = Year
W = Work Week
� = Pb−Free Package

See detailed ordering and shipping information in the package
dimensions section on page 32 of this data sheet.

ORDERING INFORMATION
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TYPICAL APPLICATION EXAMPLE
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DRV

Figure 1. Flyback Converter Application Using the NCP1234

PIN FUNCTION DESCRIPTION

Pin No Pin Name Function Pin Description

1 LATCH Latch−Off Input Pull the pin up or down to latch−off the controller. An internal current source
allows the direct connection of an NTC for over temperature detection

2 FB Feedback An optocoupler collector to ground controls the output regulation.

3 CS Current Sense This Input senses the Primary Current for current−mode operation, and Offers
an overpower compensation adjustment.

4 GND IC Ground

5 DRV Drive output Drives external MOSFET

6 VCC VCC input This supply pin accepts up to 28 Vdc, with overvoltage detection

8 HV High−voltage pin Connects to the bulk capacitor or the rectified AC line to perform the functions
of Start−up Current Source and Dynamic Self−Supply

http://www.onsemi.jp/
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SIMPLIFIED INTERNAL BLOCK SCHEMATIC

Figure 2. Simplified Internal Block Schematic
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MAXIMUM RATINGS

Rating Symbol Value Unit

Supply Pin (pin 6) (Note 2)
Voltage range
Current range

VCCMAX
ICCMAX

–0.3 to 28
±30

V
mA

High Voltage Pin (pin 8) (Note 2)
Voltage range
Current range

VHVMAX
IHVMAX

–0.3 to 500
±20

V
mA

Driver Pin (pin 5) (Note 2)
Voltage range
Current range

VDRVMAX
IDRVMAX

–0.3 to 20
±1000

V
mA

All other pins (Note 2)
Voltage range
Current range

VMAX
IMAX

–0.3 to 10
±10

V
mA

Thermal Resistance SOIC−7
Junction−to−Air, low conductivity PCB (Note 3)
Junction−to−Air, medium conductivity PCB (Note 4)
Junction−to−Air, high conductivity PCB (Note 5)

RθJ−A
162
147
115

°C/W

Temperature Range
Operating Junction Temperature
Storage Temperature Range

TJMAX
TSTRGMAX

−40 to +150
−60 to +150

°C

ESD Capability (Note 1)
Human Body Model (All pins except HV)
Machine Model

2000
200

V

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(���) 
����を�えるストレスは、デバイスにダメージを�える���があります。これらの��#を�えた%&は、デバイスの�	�を'
ない、ダメージが
じ、+��に,�を-ぼす���があります。
1. This device series contains ESD protection and exceeds the following tests:

Human Body Model 2000 V per JEDEC standard JESD22, Method A114E
Machine Model Method 200 V per JEDEC standard JESD22, Method A115A

2. This device contains latch−up protection and exceeds 100 mA per JEDEC Standard JESD78
3. As mounted on a 80 x 100 x 1.5 mm FR4 substrate with a single layer of 50 mm2 of 2 oz copper traces and heat spreading area. As specified

for a JEDEC 51−1 conductivity test PCB. Test conditions were under natural convection or zero air flow.
4. As mounted on a 80 x 100 x 1.5 mm FR4 substrate with a single layer of 100 mm2 of 2 oz copper traces and heat spreading area. As specified

for a JEDEC 51−2 conductivity test PCB. Test conditions were under natural convection or zero air flow.
5. As mounted on a 80 x 100 x 1.5 mm FR4 substrate with a single layer of 650 mm2 of 2 oz copper traces and heat spreading area. As specified

for a JEDEC 51−3 conductivity test PCB. Test conditions were under natural convection or zero air flow.
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
(For typical values TJ = 25°C, for min/max values TJ = −40°C to +125°C, VHV = 125 V, VCC = 11 V unless otherwise noted)

Characteristics Test Condition Symbol Min Typ Max Unit

HIGH VOLTAGE CURRENT SOURCE

Minimum voltage for current
source operation

VHV(min) − 30 40 V

Current flowing out of VCC pin VCC = 0 V
VCC = VCC(on) − 0.5 V

Istart1
Istart2

0.2
3

0.5
6

0.8
9

mA

Off−state leakage current VHV = 500 V Istart(off) − 25 50 �A

SUPPLY

Turn−on threshold level, VCC
going up
HV current source stop threshold

VCC(on) 11.0 12.0 13.0 V

HV current source restart
threshold

VCC(min) 9.5 10.5 11.5 V

Turn−off threshold VCC(off) 8.5 9.5 10.5 V

Overvoltage threshold VCC(ovp) 25 26.5 28 V

Blanking duration on VCC(off) and
VCC(ovp) detection

tVCC(blank) 7 10 13 �s

VCC decreasing level at which
the internal logic resets

VCC(reset) 3.6 5.0 6.0 V

VCC level for ISTART1 to ISTART2
transition

VCC(inhibit) 0.4 1.0 1.6 V

Internal current consumption
(Note 6)

DRV open, VFB = 3 V, 65 kHz
DRV open, VFB = 3 V, 100 kHz
Cdrv = 1 nF, VFB = 3 V, 65 kHz
Cdrv = 1 nF, VFB = 3 V, 100 kHz
Off mode (skip or before start−up)
Fault mode (fault or latch)

ICC1
ICC1
ICC2
ICC2
ICC3
ICC4

1.2
1.3
1.9
2.2
0.67
0.4

1.8
1.9
2.5
2.9
0.9
0.7

2.2
2.3
3.2
3.6
1.13
1.0

mA

OSCILLATOR

Oscillator frequency fOSC 60
92

65
100

70
108

kHz

Maximum duty cycle DMAX 75 80 85 %

Frequency jittering amplitude, in
percentage of FOSC

Ajitter ±4 ±6 ±8 %

Frequency jittering modulation
frequency

Fjitter 85 125 165 Hz

OUTPUT DRIVER

Rise time, 10% to 90 % of VCC VCC = VCC(min) + 0.2 V, CDRV = 1 nF trise − 40 70 ns

Fall time, 90% to 10 % of VCC VCC = VCC(min) + 0.2 V, CDRV = 1 nF tfall − 40 70 ns

Current capability VCC = VCC(min) + 0.2 V, CDRV = 1 nF
DRV high, VDRV = 0 V
DRV low, VDRV = VCC

IDRV(source)
IDRV(sink)

−
−

500
500

−
−

mA

Clamping voltage (maximum
gate voltage)

VCC = VCCmax – 0.2 V, DRV high, 
RDRV = 33 k�, Cload = 220 pF

VDRV(clamp) 11 13.5 16 V

High−state voltage drop VCC = VCC(min) + 0.2 V, RDRV = 33 k�,
DRV high

VDRV(drop) − − 1 V

6. internal supply current only, current in FB pin not included (current flowing in GND pin only).
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
(For typical values TJ = 25°C, for min/max values TJ = −40°C to +125°C, VHV = 125 V, VCC = 11 V unless otherwise noted)

Characteristics Test Condition Symbol Min Typ Max Unit

FEEDBACK

Internal pull−up resistor TJ = 25°C RFB(up) 15 20 25 k�

VFB to internal current setpoint
division ratio

KFB 4.7 5 5.3 −

Internal pull−up voltage on the
FB pin

VFB(ref) 4.3 5 5.7 V

CURRENT SENSE

Input Bias Current VCS = 0.7 V Ibias − 0.02 − �A

Maximum internal current
setpoint

VFB > 3.5 V VILIM 0.66 0.7 0.74 V

Propagation delay from VIlimit
detection to DRV off

VCS = VILIM tdelay − 80 110 ns

Leading Edge Blanking Duration
for VILIM

tLEB 190 250 310 ns

Threshold for immediate fault
protection activation

VCS(stop) 0.95 1.05 1.15 V

Leading Edge Blanking Duration
for VCS(stop)

tBCS 90 120 150 ns

Slope of the compensation ramp Scomp(65kHz)
Scomp(100kHz)

−
−

−32.5
−50

−
−

mV /
�s

Soft−start duration From 1st pulse to VCS = VILIM tSSTART 2.8 4.0 5.2 ms

OVERPOWER COMPENSATION

VHV to IOPC conversion ratio KOPC − 0.54 − �A / V

Current flowing out of CS pin VHV = 125 V
VHV = 162 V
VHV = 325 V
VHV = 365 V

IOPC(125)
IOPC(162)
IOPC(325)
IOPC(365)

−
−
−

105

0
20
110
130

−
−
−

150

�A

FB voltage above which IOPC is
applied

VHV = 365 V VFB(OPCF) 2.12 2.35 2.58 V

FB voltage below which is no
IOPC applied

VHV = 365 V VFB(OPCE) − 2.15 − V

Watchdog timer for dc operation tWD(OPC) − 32 − ms

HV sampling level VHVsample − 92 − V

OVERCURRENT PROTECTION

Fault timer duration From CS reaching VILIMIT to DRV stop tfault 98 128 168 ms

Autorecovery mode latch−off
time duration

tautorec 0.85 1.00 1.35 s

FREQUENCY FOLDBACK

Feedback voltage threshold
below which frequency foldback
starts

VFB(foldS) 1.8 2.0 2.2 V

Feedback voltage threshold
below which frequency foldback
is complete

VFB(foldE) 1.22 1.35 1.48 V

Minimum switching frequency VFB = Vskip(in) + 0.2 fOSC(min) 22 27 32 kHz

SKIP−CYCLE MODE

Feedback voltage thresholds for
skip mode

VFB going down
VFB going up

Vskip(in)
Vskip(out)

0.63
0.72

0.7
0.80

0.77
0.88

V
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
(For typical values TJ = 25°C, for min/max values TJ = −40°C to +125°C, VHV = 125 V, VCC = 11 V unless otherwise noted)

Characteristics UnitMaxTypMinSymbolTest Condition

LATCH−OFF INPUT

High threshold VLatch going up VOVP 2.35 2.5 2.65 V

Low threshold VLatch going down VOTP 0.76 0.8 0.84 V

Current source for direct NTC
connection

During normal operation
During soft−start

VLatch = 0 V

INTC
INTC(SSTART)

65
130

95
190

105
210

�A

Blanking duration on high latch
detection

65 kHz version
100 kHz version

tLatch(OVP) 35
25

50
35

70
45

�s

Blanking duration on low latch
detection

tLatch(OTP) − 350 − �s

Clamping voltage ILatch = 0 mA
ILatch = 1 mA

Vclamp0(Latch)
Vclamp1(Latch)

1.0
2.0

1.2
2.4

1.4
3.0

V

TEMPERATURE SHUTDOWN

Temperature shutdown TJ going up TTSD 135 150 165 °C

Temperature shutdown
hysteresis

TJ going down TTSD(HYS) 20 30 40 °C

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions. 
(���) 

/パラメータは、�3な��が�い�り、��されたテスト�6に7する�����で�しています。�なる�6;で
/<=を�っ
た?には、�����で�している��を@られない%&があります。
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TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
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TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
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TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS

0.63

0.65

0.67

0.69

0.71

0.73

0.75

0.77

−50 −25 0 25 50 75 100 125

V
sk

ip
(in

) (
V

)

TEMPERATURE (°C)

Figure 15. FB Pin Skip−in Level Vskip(in)

0.72

0.74

0.76

0.78

0.80

0.82

0.84

0.86

0.88

−50 −25 0 25 50 75 100 125

TEMPERATURE (°C)

V
sk

ip
(o

ut
) (

V
)

Figure 16. FB Pin Skip−Out Level Vskip(out)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

−50 −25 0 25 50 75 100 125

f O
S

C
(m

in
) (

kH
z)

TEMPERATURE (°C)

Figure 17. Minimum Switching Frequency
fOSC(min)

110

115

120

125

130

135

140

145

150

−50 −25 0 25 50 75 100 125

TEMPERATURE (°C)

I O
P

C
(3

65
) (
�
A

)

Figure 18. Maximum Overpower
Compensating Current IOPC(365) Flowing Out

of CS Pin

2.10

2.15

2.20

2.25

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.55

2.60

−50 −25 0 25 50 75 100 125

Figure 19. FB Pin Level VFB(OPCF) Above
Which is the Overpower Compensation

Applied

V
F

B
(O

P
C

F
) (

V
)

TEMPERATURE (°C)

1.90

1.95

2.00

2.05

2.10

2.15

2.20

2.25

2.30

2.35

2.40

−50 −25 0 25 50 75 100 125
TEMPERATURE (°C)

V
F

B
(O

P
C

E
) (

V
)

Figure 20. FB Pin Level VFB(OPCE) Below
Which is No Overpower Compensation

Applied

http://www.onsemi.jp/


NCP1234

www.onsemi.jp
11

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
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アプリケーション��

はじめに

NCP1234には、�����フライバック・コンバー
タを�'に、��で>?fな��を/	できる��

が�わっています。�に、��*をb�(すること

なくパーツ�を��にBえるアプリケーションには

\)です。

• � � � � � の � � モ ー ド 
 � :
���ピーク��はフォールド・バック��で*

�fにFgされ、\E+の��*が�pされま

す。DRVターンオフ・イベントは、ピーク��の
��ポイントによって�まります。また、DCMに
PっているGH、システムの�����は��<

=のままのため、FBループの��が
89されま
した。Nくのアプリケーションでl�する���

�オシレーションを,�する��KL
M��に

より、コントローラは、��いPA���eを+

つCCMのアプリケーションでも��することが^
�です。

• ジッタリング�の�����オシレータ :
NCP1234はさまざまな���で��できるため、
あらゆるアプリケーションに)しています。-�

オシレータには;���ジッタリング��があ

り、}�-�での���ピークのエネルギーr%

や��の ¡モードを�げることによって、EMI
のF+を#�できるようにすることが^�です。

• ラッチ�きタイマベースの���!	"
 :
���p はFB¢£のみで.iしているため、�
7に.Hが¤いGHや¥れインダクタンスがEき

いGHなど、あらゆる��¦で��できます。

Aバージョン (���<=でなくなっても、hiを
§/するには��を�めて§�.する¨�がある)
とBバージョンの�.リカバリでは、p は©�に
ラッチされています。タイマ01は��です。ま

た、コントローラは、CSピンの��が\E-��

�ポイントの1.5ªになっても&じp モードにP
ります (R�ショート«2をUVできます)。

• � � � # � � 
 :
オン・セミコンダクターの#��¬3により、

NCP1234は�PA��に$uつなぐことができま

す 。

�.���は、オフtのロスを;くBえながら­

�な�.をp4します。VCCへの/	が�tfに

®�しても、ダイナミック・セルフサプライ(DSS)
��により、コントローラ/	�の�.���が

§�.されます。

• � $ % 
 な � � ' � � :
HVピンでUVされた�PA��は、PA��に¯

するオフセット°?で��センス��をl�させ

る��に�)されます。CSピンと$±につながれ
ている²³�を��することによって、アプリケ

ーションにHわせて
M%を�]できます。

• (��
��の���フォールドバックとスキッ

プ ・ モ ー ド :
あらゆる��<=で�い>?*を�+するため、

NCP1234には#;��<=での���フォールド
バックとスキップ・モードが�5されています。

スイッチング���は、スイッチングによる´µ

を;®するため、27 kHzにBえられています。
• � 2 V C C の � 3 :

NCP1234は、コントローラをオフにラッチする�
��のしきい�VCC(ovp) (67、26.5 V)には\E
28 Vまで¶�^�です。

• ク ラ ン プ ・ ド ラ イ バ ・ ス テ ー ジ :
\E/	��が�くても、DRVピンの��は16 V
·¸で��にクランプされるため、¹}fな

MOSFETはすべてº�することができ、コントロ
ーラの��»7も;®されます。

• デ ュ ア ル ・ ラ ッ チ オ フ 8 ' :
NCP1234は、�の289の¼½でオフにラッチでき
ます。��をそのラッチ・ピン (67は、���)
にかけて¾�するか、この��を¸げます。-�

のプルアップ���が­�なため、NTCは$uラ
ッチ・ピンにつなぐことができます。このNTCに
は、ラッチ・ピンの²³を¿さくし、��を¸げ

ることが^�な、db#�p ��が��されて

います。

• ソ フ ト ス タ ー ト :
�.するたびに、ピーク��は4.0 msまで�しず
つ¾Àし、�Aコンポーネントにかかる��を\

¿+にBえます。

• � ; シ ャ ッ ト ダ ウ ン :
NCP1234は、�ÁÀx<=から-�をp してい
ます。ダイが�dになりすぎたGHは、コントロ

ーラはすべての«2 (HV�.���もrむ) を:
じて、§�.するÂにシリコンのÃÄを;いま

す。このため、�Ål�tに�えて��が�pさ

れます。

�
�な��

• � # :
HV�.���は、PA��が�.にÆりÇわる�

さ(VHV(start))になるまで、VCCキャパシタに\Eで

�.しきい�VCC(on)の��をかけます。コントロ

ーラは、ソフトスタートt0tSSTARTからパルスを

l�させ、その0、ピーク��は��モードのF

gをÈき*ぐまで°Éして¾Àします。ソフトス

タートの0は;レベルなラッチはÊ(され、ラッ

チ��は2ªになり、ラッチ・ピンの®.Hキャパ
シタの�<プリチャージが^�になります。

• � ? な 
 � :
フィードバック��が�.�e-にあり、VCCが

VCC(min)·Ëであれば、NCP1234は��モードF
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gで����� (ジッタリングあり) で.iしま
す。ピーク�� (CSピンでUV) は、FBピンにか
かる��で��します。��KL
Mは、���

�オシレーションのl�を,ぐため、-�に)�

されます。

• ( � � 
 � :
FB��がVFB(foldS)·¸まで;¸すると、67は\

E��の33 %まで��が¸がり ( D CM��の
GH)、スイッチング���はfOSC(min)まで;¸し

ます。スイッチングによる´µが®�するため、

この��は;��<=でも>?を�めることがで

きます。���ジッタリングは、;��<=でも

Ì>です。

• � � � 
 � :
FB��がVskip(in)·¸まで;¸すると、67は\E

��の2%まで��が¸がり、コントローラはスキ
ップ・モードにPります。フィードバック��が

Vskip(out)·¸になっている0はスイッチングは©

�にÍ�し、それ·Ëの´µを,ぎます。これに

より、#;��<=における�A´µを\¿+に

Bえることが^�です。#;��<=になるとス

キップ・モードにPるため、ピーク��は�7に

¿さくなり、^	=>がÎざらなくなります。


0R�がこの<=でÏ�なVCCの��レベルを�

+できないGH、VCCはDSSによってVCC(on)と

VCC(min)の0を�+します。

• � � � :
NCP1234には、フィードバックÐÑだけを?@す
るタイマベースの���UV��が��されてい

ます。-�ピーク��の��ポイントがVILIMのク

ランプにAすると、-�タイマはカウントを/Ò

します。タイマのt0が
�し、コントローラが

Í�してp モードにPると、Bバージョンの�
.リカバリ�� (コントローラはtautorect0が
�

すると、�たに�.を/Òする) がi.するか、
Aバージョンによりラッチされます (VCCがリセッ

トされたGHにのみラッチがBCされる)。
• ラ ッ チ オ フ :
ラッチPAがÈきËげられるか (67は、���

<=のときなど) 、Èき¸げられると (67は、
db#�<=になると;われ、NTCによる/	�
��を��) 、コントローラはラッチをオフにÆ
りÇえます。VCCがリセットされると、ラッチは

BCされます。
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����

���	�

NCP1234のHVピンは、]�バルク��にも、]�¦

を6したAC�にもu�できます。ただし、��A


Mは、HVピンがバルク��にu�されているGHに

のみ、­7に.iします。

��

−
+

−
+

+

+

R

S
Q

TSD

HV

VCC

Istart

VCC(on)

VCC(off )

tUVLO(blank)

blanking

Control

UVLO

−
+

+

VCC(reset)

Reset

IC Start

−
+

+

VCC(min)

Figure 27. HV Start−up Current Source Functional Schematic

�.t、���はVCCが-���から/	される

までは、HVピンの��がVHV(min)より�ければオ

ン、VCCがVCC(on)になるとオフになります。VCCが

VCC(min)になると§びオンになります。コントロー

ラは、VCCが�にVCC(on)になると�Dに�.しま

す。

DSSにより、HV�.���のオンとオフをÆりÇ
えて、VCC��はVCC(on)とVCC(min)の0で�+され

ますが、この��は、ダイの�A´µが¾Eしない

よう、;��<=でのみº�^�となります。その

ため、­7なhiでVCCに��を/	するには、


0���が¨�です。

DSSは、ラッチ<=などでスイッチングパルスが
/	されないGHにコントローラを*�して��し

たり、VCCが;¸して�,fな��がかかっている

GHに、コントローラがÍ�するのを,ぐためにÌ

>です。
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Figure 28. Start−up Timing Diagram

time

VHV

time

VCC

time

DRV

VHV(min)

VCC(on)

VCC(min)

VCC(inhibit)

HV

current

source =

Istart1

HV

current

source =

Istart2

��ËのÓÔから、VCCがVCC(inhibit)·¸になると

�.��が;¸し、VCCピンがGNDにショートした
GH (VCCキャパシタがY�したGH、またはVCCの

��プルダウンによりコントローラがÊ>9したG

H)の�A´µが;®されます。
VCCがVCC(min)になっても、���がオンにならな

いÕÖは2つあります。Hvピンの��が�7に;い

(VHV(min)·¸) か、xシャットダウン<= (TSD) が
UVされたGHです。これ·�のÕÖでは、HVの�
��は7にオンとオフがÆりÇわって、VC Cが

VCC(min)とVCC(on)の0で�+されます。

アプリケーションがオフになると、PAキャパシ

タはすぐに×�され、VAは�.�e�になりま

す。&tにVCCも;¸しますが、HVピンにはそれ·

Ëの��がかからないため、DSSはオンになりませ
ん。そのため、VCCはØに;¸し、VCC(off)のしきい

�まで¸がるとコントローラはオフになり、-�Y

�タイマがリセットされÙましくないラッチオフ<

=を,�して、Et0のオフ/オンシーケンスtに�
<§�.を;います。

アプリケーションが§びオンになるとすぐに、HV
�.���はVCCキャパシタへのÚ�を/Òしま

す。VCCが×�されるしきい�は、コントローラを

§�.する��にはÛFしません。VCCがVCC(on)に

なると、それ·Ëの�ÜもqÝもなくスイッチング

が;われ、オンになります。�<オフ/オンシーケン
スについては、Figure 29でGÞします。
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Figure 29. Fast Application Off − On Sequence

time

VHV

time

VCC

time

Output

VHV(min)

VCC(on)

VCC(min)

The board is

unplugged

Controller

stops at

VCC(off)

VCC(off)

time

DRV

time

Fault timer

(internal)

VCC charges

up when VHV is

high enough

Loss of

regulation when

VHV is too low

Switching

restarts at

VCC(on)

Fault timer

reset by

VCC(off)
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� デューティ・サイクルと���ジッタリングのオシ

レータ

NCP1234には、±7%の�bでスイッチング���
を��できるオシレータがºわれています。���

のオプションは、65 kHzと100 kHzの289がありま
す。DRVピンの\Eデューティ・サイクルは、±7%
の�bで80%です。

EMIシグネチャをàáするには、スイッチング�
��を、âH�で���125 Hzで­7�の±6%Âã
でジッタリングさせます。この���ジッタリング

は、���が;¸して;��<=でEMIがàáして
もÌ>です。

Time
8%

(125 Hz)

Figure 30. Frequency Jittering

fOSC

fOSC + 6

Nominal fOSC

fOSC − 6

クランプ・ドライバ

NCP1234に/	される��は\E28 Vですが、
DRVピンにu�されるMOSFETのほとんどは、ゲー
トに20 V·Ëかけることができません。そのため、
ドライバ・ピンは��Ë16 V·¸にクランプされま
す。このドライバには、67±500 mAの��c%が
あります。

Figure 31. Clamped Driver

DRV

Clamp

DRV signal

VCC
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!�"#)およびソフトスタート$%を0えた�	モード&'

�	センス

NCP1234は��モードのコントローラで、ピーク
��がインダクタンスとMOSFETを�れるようにFB
��を��しています。これは、PWMコンパレータ
で;います。��は²³を6ってUVされるため、

その��はCSピンにかかります。この��は、

250 nsのLEBブロックを6って、PWMコンパレータ

のPAの1つにかかります。もう1つのPAには、1/5
のFB��がしきい�に��されます。��のKLが

このしきい�にAすると、VAドライバはオフにな

ります。

��センスの\E�は0.7 Vです。これはä�コン
パレータで��します。

Figure 32. Current Sense Block Schematic

CS

FB

−
+

tLEB

blanking

KFB

RFB(up)

−
+

−
+

−
+

+

+

VILIM

VCS(stop)

S

R
Q

tSSTART

Soft−start ramp

Start

Reset
IC Start

IC Stop

Oscillator

Protection
Mode

UVLO

Jitter

Latch

Soft−start

IC stop

TSD

Fault

DRV Stage

blanking

PWM

tBCS

VFB(ref)

コントローラを�.するたびに、つまりコントロ

ーラがオフ<=から�.または§�.するたびに、

VCCの�がVCC(on)になるとソフトスタートが;われ

ます。��センスの��ポイントは、VILIMになるま

で (tSSTARTのt0·Iで)、またはFBループがソフト
スタートによって��されるポイントよりも¿さい

�を��するまで (2つのコンパレータのVAがORに

なる)、0から°Éして¾Àします (\¿レベルは、
LEBとåæ�Üのために0·ËになるGHがありま
す)。ソフトスタートのKL¢£は、NCP1234のD/A
コンバータで�çされます。そのため、�Dは��

��ポイントのKLは°Éして¾Àしますが、èJ

�な15SのéにKえます。
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Time

VFB

VFB(fault)

Time

Soft-start ramp

VILIM

tSSTART

Time

CS Setpoint

VILIMI

VFB takes

over soft-start

Figure 33. Soft−Start

R�ショート«2など、あるÕÖ¸ではオン+�

t0が\Eであっても (LEB+�t0とUV¦のåæ

t0のH�)、オンのときにたまったエネルギーがす
べてオフのときにVAに�わるわけではありませ

ん。その.ê、コントローラはLEBの»ët0の0
は��しないため、��センスの��はVILIM·Ëに

なるまで¾Àし�けます。コントローラをÍ�させ

なければ、システムに�れる��がEきくなりìL

です。そこで、Csピンにかかる��センスの��が

VCS(stop) (= 1.5 x VILIM)になったことをUVするコン
パレータをMÀします。このコンパレータにÆりÇ

わるとすぐに、コントローラはp モードにPりま

す (オプションの��に�じて、ラッチされるか、

�.リカバリされる)。

!�"#)

フライバック��から/	される�Aは、èJ�

なåíモードではピーク��の2îに°Éします。

POUT �

1

2
� � � Lp � FSW � Ip 2 (eq. 1)

しかし、ロジック�Ìのåæ�Üがあるため、

�Dの�PA��tでのピーク��は;PA��t

よりもEきくなり、��から/	される\EVA�

AにEきなNいがVてきます。
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time

IP

High

Line
Low

Line

ILIMIT

tdelay tdelay

IP to be

compensated

Figure 34. Line Compensation for True Overpower Protection

これを
Mし��Ap を­�に;うため、セン

ス²³とCSピンの0に$±に��²³をÀえて-�
���をオンにし、PA��に°Éするオフセット

をCS¢£にMÀして、そこを�れる��による��

オフセットをiります。この
Mは、²³�を�え

ることで�]することが^�です。

ただしこのオフセットは、��センス¢£が¿さ

いGH、つまり;��<=ではïが&じになるため

è�です。そのため、
M��はFB��がVFB(OPCE)
よりも�くなるGHにのみMÀされます。

しかし、HVピンはAC��にu�できるため、

MÀで«2のOP��をするか、�なくともバルク

・キャパシタの�Dの��をOしくKQもる¨�が

あります。

Figure 35. Schematic Overpower Compensation Circuit

A/D 3 bit
Converter

+
Peak Detector

Tblanking

LEB

Watch
Dog

HV

CS

FB

VHVstop

(32 ms)

3 bit
Register

I Generator

VFB(OPC)

To CS
Block

I ctrl

3ビットのA/DコンバータにはピークUV��があ
ります。PA��の�.に�じてACPAをUVし、
VAを��fにサンプリング、リセットします。サ

ンプリングとリセットのイベントは、AC�PAのサ
ンプリングUVにº�するVHVsampleコンパレータで

l�します。DC���PAしかºわれないGHは、

VHVsample<=からはリセット¢£が�çされないた

め、DCPA����のサンプリングには32 msのウ
ォッチ・ドッグをº�してサンプリング・イベント

を�çします。

http://www.onsemi.jp/


NCP1234

www.onsemi.jp
21

VFB

IOPC

VFB(OPCE) VFB(OPCF)

VHV

Figure 36. Overpower Compensation Current Relation to Feedback Voltage and Input Voltage

Figure 37. Overpower Compensation Current if the HV Pin is Connected to AC Voltage

time
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time
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Reset

Reset
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time

time

Peak
detector

time

Sample

Sample Sample

Reset

Reset

VHV

VHV(stop)

IOPC

Figure 38. Overpower Compensation if the HV Pin is Connected to DC Voltage

twd twd twd

tHV

4(#)のフィードバック

FB��の��センスの��ポイントに¯する°?

は5です。つまり、VILIMに¯するFB��は3.5 Vとな
ります。FBピンから-�ñòには20 k�のプルアッ
プ²³があります。

CS

FB

−

+

blanking

20 k�

KFB

PWM

VFB(ref)

Figure 39. FB Circuitry

tLEB

NCP1234をCCMにおいて50%·Ëのデューティ・
サイクルで.iさせるには、-�で��KL
Mを

��モードFgに)�します。PWMコンパレータの

-�����ポイントに��するKLは、¹}fな

65 kHzバージョンで−32.5 mV/�s、100 kHzバージョ
ンで−50 mV/�sです。
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)*タイマによる!�	7+

��のVAに���がl�すると、FBループには
コントローラの/	�AをË«る��が¨�となり

、CSの��ポイントはVILIMITにAします。こうした

ó=では、-�のtfaultタイマがi.を/Òします。

タイマがタイムアウトすると、DRVのパルスはÍ�
し、コントローラのラッチがオフになるか (バージ

ョンAのラッチによるp )、�.リカバリモードに
Pります (バージョンB)。タイマのt0が
�する

ÂにCSの��ポイントがVILIM·¸に�ると、タイ

マはリセットされます。;PAライン��tに\E

�AをVAするため、ドライバ¢£が\Eデューテ

ィ・サイクルでリセットされたGHはY�タイマは

Ò.しません。

CS

FB
−
+

tLEB

blanking

/ 5

−
+

+

VILIM

Protection
Modetfault

timer

release

t autorec

timer

Reset

Autorecovery
protection
mode only

R

S
Q

PWM

Reset DRV

Figure 40. Timer−Based Overcurrent Protection
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�.リカバリモードでは、コントローラはtautorect0の
�ãに§�.をRみます。Y�が$れば§�.し

ますが、そうでないGHは�しいバースト・サイクルが/Òされます。

time

Fault Flag

time

VCC

time

DRV

VCC(on)

VCC(min)

Overcurrent

applied

time

Output Load

Max Load

time

Fault timer

tfault

Fault 

timer 

starts

Controller

stops

Fault 

disappears

tfault tautorec

Restart
At VCC(on)
(new burst 

cycle if Fault

still present)

Figure 41. Autorecovery Timer−Based Protection Mode
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ラッチ・バージョンでは、VCCがリセットされる

とコントローラが§�.されます。これは、�Dの

アプリケーションでは��が`��から�れたGH

に�こります。

time

Fault Flag

time

VCC

time

DRV

VCC(on)

VCC(min)

Overcurrent

applied

time

Output Load

Max Load

time

Fault timer

tfault

Fault 

timer 

starts

Controller 

latches off

No restart

when fault
disappears

tfault

Figure 42. Latched Timer−Based Overcurrent Protection
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8,-��

���フォールドバック

;��<=で>?*を�めるには、-�オシレー

タの���を­7�からfOSC(min)まで�ôfに®�

させます。この���フォールドバックは、67の

スイッチング���オプションにSõなく、FBピン

の��がVFB(foldS)·¸になると/Òされ、VFBが

Vskip(in)になるÂに©öします。オシレータの���

が;¸している0も、��モードFgはÌ>です。

コントローラが\Eデューティ・サイクルで.iす

ると、���フォールドバックはÊ>になります。

FB

fOSC

Nominal fOSC

Vskip(in) VFB(foldS)

fOSC(min)

Skip

Figure 43. Frequency Foldback when the FB Voltage Decreases

VFB(foldE)

スキップ・サイクル・モード

Figure 44. Skip Cycle Schematic

−

+

CS

S

R
Q

FB

blanking
−

+

+

DRV stage

Vskip

KFB

tLEB

FB��がVskip(in)まで;¸すると、スキップ・モー

ドがi.します。ドライバがÍ�し、コントローラ

-�の»7%が;¸します。VFBがVskip(out)·¸であ

れば、コントローラはこの<=を�+しますが、

VFBがしきい�までスキップすると、DRVピンから
のパルス�çが§/されます。
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Time

Time

DRV

Enters

skip

Exits

skip

Enters

skip

Exits

skip

Figure 45. Skip Cycle Timing Diagram

VFB

VFB(fold)

Vskip(out)
Vskip(in)

ラッチオフ<"

Figure 46. Latch Detection Schematic

−
+

Latch

VOVP

S
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Q
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+

VOTP

tLatch(OVP)

blankingVDD

Reset

Latch

Vclamp

INTC

tLatch(OTP)

blanking

1 k�

INTC

+

+

Soft−start
end

ラッチ・ピンは、ラッチオフ��のために÷いて

います。この��では、iø�ウィンドウを�Tす

る;ラッチと�ラッチの2レベルのUVを;うこと
ができます。この2つのしきい�-であればコント
ローラは.iしますが、;しきい�か�しきい�の

どちらかがùúするとすぐにコントローラのラッチ

はオフになります。-����INTCがあるため、

NTCサーミスタでは;いしきい�がº�されます。
INTC��にのみプルアップされているGHは、

クランプ��がÌ>になり��が�しきい�までË

がることを,ぎます。�しきい�までËげるには、

プルアップ��をクランプのプルダウンc%よりE

きくする¨�があります (67、VOVPのGHは

1.5 mA)。
Uトリガを,ぐには、50 �s (�ラッチで65 kHzバ
ージョンのGH)または350 �s (;ラッチのGH)より
EいスパイクをüCし、それよりVい¢£だけで�

Dにコントローラをラッチします。

VCCのサイクルがリセット��まで¸がると、

リセットされます。これは、�Dのアプリケーショ

ンでは��が`��から�れたGHでのみ�こりま

す。

�.tは、ýW�になるまで-�ñòに�しt0

がかかるため、コンパレータの1つはその¨�がなく
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てもÆりÇえます。そのため、コントローラが�.

する}�が]うまで、-�ロジックはラッチ¢£を

?@しません。VCCがVCC(on)になると、ラッチ・ピ

ンの�ラッチ<=が?@され、�^されていればDR
Vスイッチングがi.します。�¼で、;ラッチ (6
7、#�dbをUVする)はソフトスタートのXöã
にのみ?@されます。また、ソフトスタートqは、N
TC��はINTC(SSTART)の2ªになるため、ラッチ・ピ
ン・キャパシタのÚ�<bもËがります。

ラッチ・ピン・キャパシタの\E�は、·¸のþで

�Yします (¹}fな�.<=をZ�し、NTC��は
Z�されていない)。

CLATCHmax �

tSSTARTmin � INTC(SSTART)min

Vclamp0min (eq. 2)

�

2.8 � 10−3
� 130 � 10−6

1.0
F � 364 nF

time

Internal Latch Signal
time

VCC

time

DRV

VCC(on)

VCC(min)

Latch signal

high during

pre-start phase

Noise spike

ignored

(tLatch blanking)

Start-up

initiated by

VCC(on)

Switching

allowed (no

latch event)

Latch-off

Figure 47. Latch−off Function Timing Diagram

./シャットダウン

ダイには、135°C·Ë165°C·¸のトリップ・ポイ
ントと30°Cのヒステリシスがp4されているdbシ
ャットダウン��が��されています。dbがしき

い�を#えると、コントローラのスイッチングがす

ぐに��しなくなり、HV���がオフになります。
-�ロジックの<=はリセットされます。

dbが;しきい�·¸になると、HV�.���がÌ
>になり、67の�.シーケンスが�;されます。
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STATE DIAGRAMS

HV Start−up Current Source

Stop

Istart1

Istart2

Off

No TSD

TSD

TSD

VCC > VCC(inhibit)

VCC < VCC(inhibit)

VCC > VCC(on)

VCC < VCC(min)

TSD

TSD

Figure 48. HV Start−up Current Source State Diagram
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Controller Operation (Latched Version: A Option)

Figure 49. Controller Operation State Diagram (Latched Protection)

Stopped

Running

• Fault

• TSD

VCC > VCC(on)

• TSD

Skip out

With Fault=
 • tfault expires
 • VCS > VCS(stop)

Soft−start

Soft−start ends

Skip

Skip in

• TSD

• TSD

Latch

• VCC reset

•High Latch

• VCC < VCC(off )

• High Latch
• Low Latch

• High Latch
• Low Latch

• VCC < VCC(off )

• VCC < VCC(off )

• VCC > VCC(ovp)

• VCC > VCC(ovp)

• VCC > VCC(ovp)
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Controller Operation (Autorecovery Version: B Option)

Stopped

Running

• Fault

• TSD

VCC > VCC(on)

• tautorec counting
• TSD

Skip out

With Fault=
 • tfault expires
 • VCS > VCS(stop)

 • VCC < VCC(off)

Soft−start

Soft−start ends

Skip

Skip in

• TSD

• TSD

Latch

• VCC reset

•High Latch
• VCC > VCC(ovp)

• High Latch
• Low Latch
• VCC > VCC(ovp)

• High Latch
• Low Latch

• VCC > VCC(ovp)

Figure 50. Controller Operation State Diagram (Autorecovery Protection)

 • VCC < VCC(off)

 • VCC < VCC(off)
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Table 1. ORDERING INFORMATION 

Part No. Overload Protection Switching Frequency Package Shipping†

NCP1234AD65R2G Latched 65 kHz SOIC−7
(Pb−Free)

2500 / Tape & Reel

NCP1234BD65R2G Autorecovery 65 kHz SOIC−7
(Pb−Free)

2500 / Tape & Reel

NCP1234AD100R2G Latched 100 kHz SOIC−7
(Pb−Free)

2500 / Tape & Reel

NCP1234BD100R2G Autorecovery 100 kHz SOIC−7
(Pb−Free)

2500 / Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.
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NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER

ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSION A AND B ARE DATUMS AND T

IS A DATUM SURFACE.
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*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the onsemi Soldering and Mounting
Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.
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*This information is generic. Please refer to
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STYLE 4:
PIN 1. ANODE

2. ANODE
3. ANODE
4. ANODE
5. ANODE
6. ANODE
7. NOT USED
8. COMMON CATHODE

STYLE 1:
PIN 1. EMITTER

2. COLLECTOR
3. COLLECTOR
4. EMITTER
5. EMITTER
6.
7. NOT USED
8. EMITTER

STYLE 2:
PIN 1. COLLECTOR, DIE, #1

2. COLLECTOR, #1
3. COLLECTOR, #2
4. COLLECTOR, #2
5. BASE, #2
6. EMITTER, #2
7. NOT USED
8. EMITTER, #1

STYLE 3:
PIN 1. DRAIN, DIE #1

2. DRAIN, #1
3. DRAIN, #2
4. DRAIN, #2
5. GATE, #2
6. SOURCE, #2
7. NOT USED
8. SOURCE, #1

STYLE 6:
PIN 1. SOURCE

2. DRAIN
3. DRAIN
4. SOURCE
5. SOURCE
6.
7. NOT USED
8. SOURCE

STYLE 5:
PIN 1. DRAIN

2. DRAIN
3. DRAIN
4. DRAIN
5.
6.
7. NOT USED
8. SOURCE

STYLE 7:
PIN 1. INPUT

2. EXTERNAL  BYPASS
3. THIRD STAGE SOURCE
4. GROUND
5. DRAIN
6. GATE 3
7. NOT USED
8. FIRST STAGE Vd

STYLE 8:
PIN 1. COLLECTOR (DIE 1)

2. BASE (DIE 1)
3. BASE (DIE 2)
4. COLLECTOR (DIE 2)
5. COLLECTOR (DIE 2)
6. EMITTER (DIE 2)
7. NOT USED
8. COLLECTOR (DIE 1)

STYLE 9:
PIN 1. EMITTER (COMMON)

2. COLLECTOR (DIE 1)
3. COLLECTOR (DIE 2)
4. EMITTER (COMMON)
5. EMITTER (COMMON)
6. BASE (DIE 2)
7. NOT USED
8. EMITTER (COMMON)

STYLE 10:
PIN 1. GROUND

2. BIAS 1
3. OUTPUT
4. GROUND
5. GROUND
6. BIAS 2
7. NOT USED
8. GROUND

STYLE 11:
PIN 1. SOURCE (DIE 1)

2. GATE (DIE 1)
3. SOURCE (DIE 2)
4. GATE (DIE 2)
5. DRAIN (DIE 2)
6. DRAIN (DIE 2)
7. NOT USED
8. DRAIN (DIE 1)
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